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成果摘要： 

该项目研究目的是提供一种用于电子封装的低温烧结AlN基复相材料及其制备方法。采用AlN粉体为主要原料，设计了硼

硅酸盐系列组成的低熔点玻璃，并添加适当的烧结助剂，在850－1000℃的温度下成功制备了低温烧结AlN/玻璃复合材

料。系统分析了影响烧结、热学性能、介电性能和力学性能的因素，从理论上研究了AlN颗粒度对导热性能的影响。通

过设计材料的组成，提高复相材料的综合性能。使材料的热导率提高到11W/m·K.获得了低的介电常数4.5-7（室温，

1MHZ），热膨胀系数控制在2.6-4.5×10-6/K，能很好地满足高密度封装地需要。 
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